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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum schneidenden und/oder spanenden Bearbeiten eines Objektes

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (3, 13, 23) zum schneiden-
den und/oder spanenden Bearbeiten eines Objektes, auf-
weisend einen Bearbeitungskorper (2, 12, 22), welcher zu-
mindest zwei Seitenflachen (1, 11, 21, 4, 14, 24) und mindes-
tens eine die beiden Seitenflachen (1, 11, 21, 4, 14, 24) mit-
einander verbindende Schneide (5, 15, 25) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest in einem an die Schnei-
de (5, 15, 25) angrenzenden Bereich an einer einzigen der
beiden Seitenflachen (1, 11, 21, 4, 14, 24) eine reibungs-
mindernde Oberflachenstrukturierung (6, 16, 26) mittels ei-
nes Laserbehandlungsverfahrens angeordnet ist und dass
an der anderen Seitenflache (1, 11, 21, 4, 14, 24) erst in ei-
nem vorgebbaren Abstand (A) von der Schneide (5, 15, 25)
zumindest teilweise eine reibungsmindernde Oberflachen-
strukturierung (17) mittels eines Laserbehandlungsverfah-
rens angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
schneidenden und/oder spanenden Bearbeiten ei-
nes Objektes, aufweisend einen Bearbeitungskérper,
welcher zumindest zwei Seitenflachen und mindes-
tens eine die beiden Seitenflachen miteinander ver-
bindende Schneide umfasst.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Herstellen einer einen Bearbeitungs-
kérper umfassenden Vorrichtung zum schneidenden
und/oder spanenden Bearbeiten eines Objektes.

[0003] Vorrichtungen zum schneidenden und/oder
spanenden Bearbeiten eines Objektes sind beispiels-
weise in Form von Messern und Sagen bekannt. Ein
Messer weist einen eine Klinge ausbildenden Bear-
beitungskorper auf, mit dem ein Objekt schneidend
bearbeitet werden kann. Eine S&ge weist einen ein
Blatt ausbildenden Bearbeitungskdrper auf, mit dem
ein Objekt spanend bearbeitet werden kann.

[0004] Im Zusammenhang mit Messern ist es — wie
beispielsweise aus DE 10 2004 052 682 A1 — zudem
bekannt, wenigstens eine Seitenflache einer Klinge
mit einer Beschichtung zu versehen, deren Harte gro-
Rer als die Harte der Ubrigen Klinge ist. Bei einer Be-
nutzung derartig ausgebildeter Messer kommt es zu
einem starkeren Materialabtrag an der nicht mit der
Beschichtung versehenen Seitenflache der Klinge als
an der mit der Beschichtung versehenen Seitenflache
der Klinge. Hierdurch wird die an der Klinge angeord-
nete Schneide bei Verwendung eines solchen Mes-
sers selbsttatig gescharft.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine neue Vor-
richtung zum schneidenden und/oder spanenden Be-
arbeiten eines Objektes bereitzustellen, deren Bear-
beitungskorper eine selbsttatig scharfende Schnei-
de aufweist und welche unter geringem Kraftaufwand
handhabbar ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
gemal Anspruch 1 und ein Verfahren gemafll An-
spruch 7 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
in den Unteranspriichen angegeben, welche jeweils
flr sich genommen oder in verschiedener Kombina-
tion miteinander einen Aspekt der Erfindung darstel-
len kénnen.

[0007] Mit Anspruch 1 wird eine Vorrichtung zum
schneidenden und/oder spanenden Bearbeiten ei-
nes Objektes vorgeschlagen, aufweisend einen Be-
arbeitungskdrper, welcher zumindest zwei Seiten-
flachen und mindestens eine die beiden Seitenfla-
chen miteinander verbindende Schneide umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in einem
an die Schneide angrenzenden Bereich an einer ein-
zigen der beiden Seitenflachen eine reibungsmin-
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dernde Oberflachenstrukturierung mittels eines La-
serbehandlungsverfahrens angeordnet ist und dass
an der anderen Seitenflache (1, 11, 21, 4, 14, 24) erst
in einem vorgebbaren Abstand (A) von der Schnei-
de (5, 15, 25) zumindest teilweise eine reibungsmin-
dernde Oberflachenstrukturierung (17) mittels eines
Laserbehandlungsverfahrens angeordnet ist.

[0008] Durch die erfindungsgemafie Ausbildung der
reibungsmindernden Beschichtung an einer einzigen
Seitenflache des Bearbeitungskdrpers in einem an
die Schneide angrenzenden Bereich dieser Seitenfla-
che mittels eines Laserbehandlungsverfahrens wird
diese Seitenflache bzw. die ihr zugeordnete Seite des
Bearbeitungskdrpers veredelt und gehartet und weist
daher eine gréRere Harte als die andere Seitenfla-
che des Bearbeitungskoérpers auf. Bei einer Verwen-
dung der erfindungsgemalfien Vorrichtung kommt es
aufgrund dieses Harteunterschied zwischen den an
die Schneide angrenzenden Seitenflachen des Be-
arbeitungskérpers zu einem starkeren Materialabtrag
an der nicht mit der reibungsmindernden Oberfla-
chenstruktur versehenen Seitenflache des Bearbei-
tungskdrpers als an der mit der reibungsmindernden
Oberflachenstrukturierung versehenen Seitenflache
des Bearbeitungskdrpers. Hierdurch wird die Schnei-
de des Bearbeitungskdrpers bei Verwendung der er-
findungsgemafen Vorrichtung selbsttétig geschartft,
so dass die Schneide lber die Lebensdauer der Vor-
richtung scharf bleibt.

[0009] Durch die reibungsmindernde Eigenschaft
der Oberflachenstrukturierung treten bei einer Durch-
fuhrung einer schneidenden und/oder spanenden
Bearbeitung eines Objektes mittels der erfindungs-
gemalien Vorrichtung geringere Reibungskrafte zwi-
schen dem Bearbeitungskérper der Vorrichtung und
dem Objekt auf.

[0010] Als Laserbehandlungsverfahren kann bei-
spielsweise ein Kaltlaser-Verfahren verwendet wer-
den.

[0011] GemalR einer vorteilhaften Ausgestaltung ist
an der Seitenflache, die mit der reibungsmindernden
Oberflachenstrukturierung versehen ist, die reibungs-
mindernde Oberflachenstrukturierung vollflachig an-
geordnet und an der anderen Seitenflache in ei-
nem vorgebbaren Abstand von der Schneide zu-
mindest teilweise eine reibungsmindernde Oberfla-
chenstrukturierung mittels eines Laserbehandlungs-
verfahrens angeordnet. Hierdurch kénnen die bei ei-
ner Durchfiihrung einer schneidenden und/oder spa-
nenden Bearbeitung eines Objektes mittels der Vor-
richtung zwischen dem Bearbeitungskorper der Vor-
richtung und dem Objekt auftretenden Reibungskraf-
te weiter verringert werden, was den Kraftaufwand
zur Handhabung der Vorrichtung weiter reduziert.
Wichtig ist allerdings, dass die an der anderen Seiten-
flache des Bearbeitungskorpers zumindest teilweise
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mittels eines Laserbehandlungsverfahrens angeord-
nete reibungsmindernde Oberflachenstrukturierung
in einem vorgebbaren Abstand von der Schneide ent-
fernt angeordnet ist, da ansonsten keine selbstta-
tige Scharfung der Schneide des Bearbeitungskor-
pers wahrend der Verwendung der Vorrichtung auf-
tritt. Die reibungsmindernden Oberflachenstrukturie-
rungen der beiden Seitenflachen kdénnen sich in ih-
ren Eigenschaften voneinander unterscheiden oder
gleich aufgebaut sein.

[0012] Vorteilhafterweise ist die reibungsmindernde
Oberflachenstrukturierung eine wellenférmige Struk-
turierung. Die wellenférmige Strukturierung, auch
Ripple-Strukturierung genannt, kann auf einfache Art
und Weise beispielsweise mittels eines Femtosekun-
denlasers hergestellt werden. Als Strukturierung kon-
nen unterschiedliche Ausfihrungsformen einer Ripp-
le-Struktur, einer Riffle Struktur, einer Doppelripp-
le-Struktur oder einer unterbrochenen Doppelripple-
Struktur vorgesehen sein. Eine Doppelripple-Struktur
kann v-férmig ausgebildet sein. Aber auch eine un-
terbrochene Doppelripple-Struktur oder eine einfache
Ripple-Struktur kann v-férmig ausgestaltet sein. Die
Strukturierung kann auch durch wenigstens zwei sich
kreuzende, wellenférmig ausgebildete Unterstruktu-
ren ausgebildet sein. Die wellenférmig ausgebildete
Strukturierung kann eine Periode in einem Bereich
von etwa 200 Nanometer bis etwa 1500 Nanometer,
vorzugsweise von etwa 220 Nanometer, 690 Nano-
meter, 900 Nanometer oder 1400 Nanometer, auf-
weisen.

[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist wenigstens eine Seitenflache zumindest teil-
weise durch eine an einem metallischen Grundkér-
per des Bearbeitungskérpers angeordnete, wenigs-
tens einschichtig aufgebaute Beschichtung aus ei-
nem hochfesten keramischen Werkstoff ausgebildet.
Die Beschichtung kann eine Schichtdicke von etwa 1
bis etwa 4 Mikrometer, vorzugsweise von etwa 1 bis
etwa 1,5 Mikrometer, aufweisen. Die Beschichtung
kann auch aus zwei oder mehreren Unterschichten
gebildet sein, welche sich in ihren Eigenschaften von-
einander unterscheiden oder gleich ausgebildet sein
kénnen. Solche Unterschichten kénnen beispielswei-
se eine Schichtdicke von etwa 50 bis etwa 75 Na-
nometer aufweisen. Die Beschichtung kann auf ihrer
dem metallischen Grundkérper abgewandten Seite
beispielsweise einen Reibungskoeffizienten von etwa
0,05 bis etwa 0,2, vorzugsweise etwa 0,1, aufweisen.

[0014] Vorzugsweise ist die Beschichtung zumin-
dest teilweise aus Titannitrid, Titanaluminiumnitrid
oder diamantahnlichem amorphem Kohlenstoff (,Dia-
mant Like Carbon”; DLC) gebildet. Die Beschich-
tung kann eine Harte zwischen etwa 2500 bis etwa
10000 HV (Vickersharte), vorzugsweise zwischen et-
wa 4000 bis etwa 5000 HV, und Reibwerte zwischen
etwa 0,3 bis etwa 0,01 aufweisen. Der zur Ausbildung
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der Beschichtung verwendete Werkstoff kann mit un-
terschiedlichen Stoffen versetzt sein, um fir den je-
weiligen Anwendungsfall optimale Eigenschaften fir
den Bearbeitungskérper bzw. die Vorrichtung zu er-
zielen.

[0015] Vorteilhafterweise enthalt die Beschichtung
Silber. Das Silber kann in eine Unterschicht einer
mehrschichtig angeordneten Beschichtung angeord-
net sein, welche durch die Ausbildung der reibungs-
mindernden Oberflachenstrukturierung an dem Be-
arbeitungskdrper zumindest teilweise freigelegt wird.
Alternativ kann das Silber in einer am weitesten von
dem metallischen Grundkdérper entfernt angeordne-
ten Unterschicht angeordnet sein. Die Einbringung
von Silber in die Beschichtung ist mit einer antibakte-
riellen Wirkung verbunden.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Vorrichtung als Messer, Sage, Kanlle
oder Bohrer ausgebildet ist. Mit einem Messer und
einer Kandle kann eine schneidende Bearbeitung ei-
nes Objektes und mit einer Sdge und einem Bohrer
eine spanende Bearbeitung eines Objektes durchge-
fuhrt werden.

[0017] Mit Anspruch 7 wird ein Verfahren zum Her-
stellen einer einen Bearbeitungskdrper umfassenden
Vorrichtung zum schneidenden und/oder spanenden
Bearbeiten eines Objektes vorgeschlagen, aufwei-
send die Schritte:
— Bereitstellen eines Bearbeitungskoérpers, wel-
cher zumindest zwei Seitenflachen und mindes-
tens eine die beiden Seitenflachen miteinander
verbindende Schneide umfasst;
— Ausbilden einer reibungsmindernden Oberfla-
chenstrukturierung zumindest in einem an die
Schneide angrenzenden Bereich an einer einzi-
gen der beiden Seitenflachen mittels eines Laser-
behandlungsverfahrens.

[0018] Mit diesem Verfahren sind die oben mit Be-
zug auf die Vorrichtung genannten Vorteile und
Ausfuhrungsvarianten entsprechend verbunden. Das
Bereitstellen eines Bearbeitungskoérpers kann eine
Neuherstellung eines speziellen Bearbeitungskor-
pers umfassen. Alternativ kann das Bereitstellen ei-
nes Bearbeitungskoérpers einen Rickgriff auf bereits
vorhandene Vorrichtungen bzw. deren Bearbeitungs-
korper umfassen. Letzteres mach ein Verfahren zum
Behandeln von bereits vorhandenen entsprechenden
Vorrichtungen mdglich.

[0019] GemalR einer vorteilhaften Ausgestaltung
wird an der Seitenflache, die mit der reibungsmin-
dernden Oberflachenstrukturierung versehen wird,
die reibungsmindernde Oberflachenstrukturierung
vollflachig ausgebildet und an der anderen Seitenfla-
che in einem vorgebbaren Abstand von der Schneide
zumindest teilweise eine reibungsmindernde Oberfla-
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chenstrukturierung mittels eines Laserbehandlungs-
verfahrens ausgebildet. Mit dieser Ausgestaltung
sind die oben mit Bezug auf die entsprechende Aus-
gestaltung der Vorrichtung genannten Vorteile und
Ausflhrungsvarianten entsprechend verbunden.

[0020] Vorteilhafterweise wird die reibungsmin-
dernde Oberflachenstrukturierung als wellenférmige
Strukturierung ausgebildet. Auch mit dieser Ausge-
staltung sind die oben mit Bezug auf die entsprechen-
de Ausgestaltung der Vorrichtung genannten Vorteile
und Ausfiihrungsvarianten entsprechend verbunden.

[0021] Nach einer weitere vorteilhaften Ausgestal-
tung wird zur Herstellung des Bearbeitungskdrpers
ein metallischer Grundkdrper bereitgestellt, an dem
zur Ausbildung von wenigstens einer Seitenflache
des Bearbeitungskdrpers zumindest teilweise eine
wenigstens einschichtig aufgebaute Beschichtung
aus einem hochfesten keramischen Werkstoff ange-
ordnet wird. Auch mit dieser Ausgestaltung sind die
oben mit Bezug auf die entsprechende Ausgestal-
tung der Vorrichtung genannten Vorteile und Aus-
fihrungsvarianten entsprechend verbunden. Die Be-
schichtung kann an dem metallischen Grundkoérper
angeordnet und anschlief3end die Ausbildung der rei-
bungsmindernden Oberfldchenstrukturierung an der
Beschichtung ausgebildet werden. Der metallische
Grundkdrper kann neu hergestellt sein oder durch ei-
nen Ruckgriff auf bereits vorhandene Vorrichtungen
bereitgestellt werden.

[0022] Vorzugsweise wird die Beschichtung zumin-
dest teilweise aus Titannitrid, Titanaluminiumnitrid
und/oder diamantéhnlichem amorphem Kohlenstoff
gebildet. Auch mit dieser Ausgestaltung sind die oben
mit Bezug auf die entsprechende Ausgestaltung der
Vorrichtung genannten Vorteile und Ausgestaltungs-
varianten entsprechend verbunden.

[0023] Vorteilhafterweise wird in die Beschichtung
zumindest teilweise Silber eingebracht. Auch mit die-
ser Ausgestaltung sind die oben mit Bezug auf die
entsprechende Ausgestaltung der Vorrichtung ge-
nannten Vorteile und Ausgestaltungsvarianten ent-
sprechend verbunden.

[0024] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Beschichtung mittels eines PVD-, insbe-
sondere PLD-, oder Sputter-Verfahrens an dem me-
tallischen Grundkérper angeordnet wird.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung unter Be-
zugnahme auf die anliegenden Figuren anhand
von bevorzugten Ausfilhrungsbeispielen exempla-
risch erlautert, wobei die nachfolgend dargestellten
Merkmale sowohl jeweils fir sich genommen als auch
in unterschiedlicher Kombination miteinander einen
Aspekt der Erfindung darstellen kdnnen. Es zeigen
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[0026] Fig. 1: eine schematische Seitenansicht ei-
nes Ausfiihrungsbeispiels fir eine Seitenflache eines
Bearbeitungskérpers einer erfindungsgemafien Vor-
richtung,

[0027] Fig. 2: eine schematische Seitenansicht ei-
nes weiteren Ausfihrungsbeispiels fur eine Seitenfla-
che eines Bearbeitungskoérpers einer erfindungsge-
malen Vorrichtung,

[0028] Fig. 3: eine schematische Seitenansicht der
weiteren Seitenflache des in Fig. 1 oder Fig. 2 ge-
zeigten Bearbeitungskoérpers,

[0029] Fig. 4: eine schematische Schnittdarstellung
eines Details des in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigten Be-
arbeitungskorpers,

[0030] Fig. 5: eine schematische Seitenansicht ei-
nes weiteren Ausflihrungsbeispiels fir eine Seitenfla-
che eines Bearbeitungskorpers einer erfindungsge-
mafen Vorrichtung, und

[0031] Fig. 6: eine schematische Schnittdarstellung
des in Fig. 5 gezeigten Bearbeitungskorpers.

[0032] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines Ausfiihrungsbeispiels fiir eine Seitenflache 1
eines Bearbeitungskérpers 2 einer erfindungsgema-
Ren Vorrichtung 3 zum schneidenden Bearbeiten ei-
nes Objektes. Die Vorrichtung 3 ist in Fig. 1 als Mes-
ser ausgebildet. Der Bearbeitungskdrper 2 weist zwei
Seitenflachen 1 und 4 und eine die beiden Seiten-
flachen 1 und 4 miteinander verbindende Schneide
5 auf. Zumindest in einem an die Schneide 5 an-
grenzenden Bereich an der Seitenflache 1 ist eine
durch Striche angedeutete reibungsmindernde Ober-
flachenstrukturierung 6 in Form einer wellenférmi-
gen Strukturierung mittels eines Laserbehandlungs-
verfahrens angeordnet. Die Seitenflache 1 ist in dem
Bereich, in dem die reibungsmindernde Oberflachen-
strukturierung 6 angeordnet ist, durch eine an ei-
nem in Fig. 4 gezeigten metallischen Grundkérper
7 des Bearbeitungskérpers 2 angeordnete, wenigs-
tens einschichtig aufgebaute, ebenfalls in Fig. 4 ge-
zeigte Beschichtung 8 aus einem hochfesten kerami-
schen Werkstoff ausgebildet. Die Beschichtung 8 ist
zumindest teilweise aus Titannitrid, Titanaluminium-
nitrid oder diamantdhnlichem amorphem Kohlenstoff
gebildet und enthalt Silber.

[0033] Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines weiteren Ausfiihrungsbeispiels flir eine Seiten-
flache 11 eines Bearbeitungskorpers 12 einer erfin-
dungsgemalen Vorrichtung 13. Im Unterschied zu
dem in Fig. 1 gezeigten Ausflihrungsbeispiel ist an
der Seitenflache 1, die mit der reibungsmindernden
Oberflachenstrukturierung 16 versehen ist, die rei-
bungsmindernde Oberflachenstrukturierung 16 voll-
flachig angeordnet.
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[0034] Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht der weiteren Seitenfliche 4 bzw. 14 des in
Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigten Bearbeitungskorpers
2 bzw. 12. An der Seitenflaiche 4 bzw. 14 ist in ei-
nem vorgebbaren Abstand A von der Schneide 5
bzw. 15 eine reibungsmindernde Oberflachenstruk-
turierung 17 mittels eines Laserbehandlungsverfah-
rens angeordnet. Im Bereich der reibungsmindern-
den Oberflachenstrukturierung 17 ist die Seitenflache
4 bzw. 14 durch eine an dem metallischen Grundkor-
per 7 des Bearbeitungskorpers 2 angeordnete, we-
nigstens einschichtig aufgebaute, nicht naher darge-
stellte Beschichtung aus einem hochfesten kerami-
schen Werkstoff ausgebildet. Die Beschichtung ist
zumindest teilweise aus Titannitrid, Titanaluminium-
nitrid oder diamantahnlichem amorphem Kohlenstoff
gebildet und enthalt Silber.

[0035] Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines Details des in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigten
Bearbeitungskoérpers 2 bzw. 12.

[0036] Fig. 5 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines weiteren Ausfiihrungsbeispiels fir eine Seiten-
flache 21 eines Bearbeitungskdrpers 22 einer erfin-
dungsgemalfen Vorrichtung 23 zum spanenden Be-
arbeiten eines Objektes. Die Vorrichtung 23 ist in
Fig. 5 als Sage ausgebildet. Der Bearbeitungskorper
22 weist zwei Seitenflachen 21 und 24 und eine die
beiden Seitenflachen 21 und 24 miteinander verbin-
dende Schneide 25 auf. An der Seitenflache 21 ist
vollflachig eine durch Striche angedeutete reibungs-
mindernde Oberflachenstrukturierung 26 in Form ei-
ner wellenférmigen Strukturierung mittels eines La-
serbehandlungsverfahrens angeordnet. Die Seiten-
flache 21 ist in dem Bereich, in dem die reibungs-
mindernde Oberflachenstrukturierung 26 angeordnet
ist, durch eine an einem in Fig. 6 gezeigten me-
tallischen Grundkérper 27 des Bearbeitungskdrpers
22 angeordnete, wenigstens einschichtig aufgebau-
te, ebenfalls in Fig. 6 gezeigte Beschichtung 28 aus
einem hochfesten keramischen Werkstoff ausgebil-
det. Die Beschichtung 28 ist zumindest teilweise aus
Titannitrid, Titanaluminiumnitrid oder diamantahnli-
chem amorphem Kohlenstoff gebildet und enthalt Sil-
ber.

[0037] Fig. 6 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung des in Fig. 5 gezeigten Bearbeitungskorpers 22.

Bezugszeichenliste

Seitenflache
Bearbeitungskorper
Vorrichtung

Seitenflache

Schneide
Oberflachenstrukturierung
Grundkorper
Beschichtung

O~NOOGAPRLWN-
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1" Seitenflache

12  Bearbeitungskoérper

13  Vorrichtung

14  Seitenflache

15  Schneide

16  Oberflachenstrukturierung

17  Oberflachenstrukturierung

21  Seitenflache

22  Bearbeitungskorper

23  Vorrichtung

24  Seitenflache

25 Schneide

26  Oberflachenstrukturierung

27  Grundkorper

28 Beschichtung

A Abstand
Patentanspriiche

1. Vorrichtung (3, 13, 23) zum schneidenden und/
oder spanenden Bearbeiten eines Objektes, aufwei-
send einen Bearbeitungskdrper (2, 12, 22), welcher
zumindest zwei Seitenflachen (1, 11, 21, 4, 14, 24)
und mindestens eine die beiden Seitenflachen (1, 11,
21, 4, 14, 24) miteinander verbindende Schneide (5,
15, 25) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest in einem an die Schneide (5, 15, 25) angren-
zenden Bereich an einer einzigen der beiden Seiten-
flachen (1, 11, 21, 4, 14, 24) eine reibungsmindern-
de Oberflachenstrukturierung (6, 16, 26) mittels ei-
nes Laserbehandlungsverfahrens angeordnet ist und
dass an der anderen Seitenflache (1, 11, 21, 4, 14,
24) erst in einem vorgebbaren Abstand (A) von der
Schneide (5, 15, 25) zumindest teilweise eine rei-
bungsmindernde Oberflachenstrukturierung (17) mit-
tels eines Laserbehandlungsverfahrens angeordnet
ist.

2. Vorrichtung (3, 13, 23) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die reibungsmindern-
de Oberflachenstrukturierung (6, 16, 26, 17) eine wel-
lenformige Strukturierung ist.

3. Vorrichtung (3, 13, 23) nach einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Seitenflache (1, 11, 21, 4, 14, 24) zu-
mindest teilweise durch eine an einem metallischen
Grundkorper (7, 27) des Bearbeitungskorpers (2, 12,
22) angeordnete, wenigstens einschichtig aufgebau-
te Beschichtung (8, 28) aus einem hochfesten kera-
mischen Werkstoff ausgebildet ist.

4. Vorrichtung (3, 13, 23) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (8,
28) zumindest teilweise aus Titannitrid, Titanalumini-
umnitrid oder diamantdhnlichem amorphem Kohlen-
stoff gebildet ist.
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5. Vorrichtung (3, 13, 23) nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
(8, 28) Silber enthalt.

6. Vorrichtung (3, 13, 23) nach einem der vorange-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (3, 13, 23) als Messer, Sage, Kanile
oder Bohrer ausgebildet ist.

7. Verfahren zum Herstellen einer einen Bearbei-
tungskérper (2, 12, 22) umfassenden Vorrichtung (3,
13, 23) zum schneidenden und/oder spanenden Be-
arbeiten eines Objektes, aufweisend die Schritte:

— Bereitstellen eines Bearbeitungskérpers (2, 12, 22),
welcher zumindest zwei Seitenflachen (1, 11, 21, 4,
14, 24) und mindestens eine die beiden Seitenflachen
(1,11, 21, 4, 14, 24) miteinander verbindende Schnei-
de (5, 15, 25) umfasst;

— Ausbilden einer vollstandigen reibungsmindernden
Oberflachenstrukturierung (6, 16, 26) in einem an die
Schneide (5, 15, 25) angrenzenden Bereich an einer
einzigen der beiden Seitenflachen (1, 11, 21, 4, 14,
24) mittels eines Laserbehandlungsverfahrens,

— zumindest teilweise Ausbilden einer reibungsmin-
dernden Oberflachenstrukturierung (17) mittels eines
Laserbehandlungsverfahrens an der anderen Seiten-
flache (1, 11, 21, 4, 14, 24) in einem vorgebbaren Ab-
stand (A) von der Schneide (5, 15, 25).

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die reibungsmindernde Oberflachen-
strukturierung (6, 16, 26) als wellenférmige Struktu-
rierung ausgebildet wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Bereitstellung
des Bearbeitungskorpers (2, 12, 22) ein metallischer
Grundkérper (7, 27) bereitgestellt wird, an dem zur
Ausbildung von wenigstens einer Seitenflache (1, 11,
21, 4,14, 24) des Bearbeitungskérpers (2, 12, 22) zu-
mindest teilweise eine wenigstens einschichtig auf-
gebaute Beschichtung (8, 28) aus einem hochfesten
keramischen Werkstoff angeordnet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschichtung (8, 28) zumindest
teilweise aus Titannitrid, Titanaluminiumnitrid und/
oder diamantahnlichem amorphem Kohlenstoff gebil-
det wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass in die Beschichtung (8, 28)
zumindest teilweise Silber eingebracht wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschich-
tung (8, 28) mittels eines PVD-, insbesondere PLD-,

6/9

oder Sputter-Verfahrens an dem metallischen Grund-
korper (7, 27) angeordnet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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